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Technical Data Sheet

CoolGM@有机硅导热垫片 PGT-300

产品介绍
PGT-300导热硅胶垫片具有低应力，优良的绝缘性、
可压缩性、表面天然的粘性，能够充填缝隙，完成
发热部位间的热传递，减震等作用；能够满足设备
小型化和超薄化的设计要求，具有工艺性和使用性，
且厚度适用范围广，是一种极佳的导热填充材料，
广泛应用于电子电器产品中。

产品特点
 低应力，可压缩
 优异的导热速率
 耐高压，高绝缘，抗震，抗冷热变化
 阻燃达 UL94 V-0

主要用途
 手机，电脑，通讯模块，TV
 WIFI 模块，路由器，传感器
 大功率电器，LED 灯
 快充头，光伏逆变器，智能家电
 动力电池模组，连接器，变压器，需绝缘和散

热部件等

环保要求
 该系列产品符合 RoHS，卤素管控标准

储存方式
 储存条件:阴暗处储存;

储存温度:≤30°C;
储存湿度:≤70%;

 保质期:在储存条件下两年。

成分及构成
 导热填料
 聚硅氧烷弹性体

产品规格
 长宽尺寸: 200mm×400mm ，可依客户要求

定制
 产品厚度:0.3~10mm，可满足不同应用需求

技术参数
测试项目 技术指标

厚度 mm

参考 ASTM D374
0.3-10mm

颜色

目视
绿色

硬度 shore 00

参考 ASTM D2240
45±15

导热系数 W/(m•K)

参考 ASTM D5470
3.0±0.2

密度 g/cm3

参考 ASTM D792
2.6±0.5

阻燃等级

UL 94
V0

介电强度 KV/mm

参考 ASTM D149
≥6

体积电阻率 Ω•cm

参考 ASTM D257
≥1010

适用温度 ℃

参考 EM344
-40~200

以上是在23±2℃、50±5%RH下的检测数据；环境温

湿度的不同，测试值会有所差异。


